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1. 设备名称： X 射线衍射仪
2. 数 量：一套
3. 发 货 期：合同签订后四个月内
4. 设备用途： 多晶物质的定性、定量分析，包括无标样定量分析，结构精修及粉末衍射
解结构。
5. 工作条件
5.1 电源电压: 单相 220V±10% 50Hz±1%；
5.2 工作温度: 15℃～+25℃； 相对湿度：≤70%；
5.3 仪器运行的持久性:可连续运行。
6. 设备规格及主要技术参数
6.1 X 射线发生器
6.1.1 最大输出功率： ≥300W
6.1.2 最大额定管压： 30kV
6.1.3 最大额定管流： 10mA
6.2 X 光管
*6.2.1 光管类型： Cu 靶，陶瓷 X 光管，国际标准尺寸，能与其他厂家的光管互换
6.3 测角仪：采用光学编码器技术
*6.3.1 测角仪： θ/θ 立式测角仪， 样品水平放置，且测量过程中样品不会倾斜
*6.3.2 2θ 转动范围： -3o～160o
*6.3.3 最小步长： ≤ 0.002o
6.3.4 驱动方式：马达驱动+光学编码器
*6.4 样品台：提供旋转样品台，测样时样品可自转
6.5. 探测器部分：
*6.5.1 子探测器个数： >2560 个
*6.5.2 整个探测器的背景： <0.1 cps
*6.5.3 探测器本身的能量分辨率，即无需在光路上使用任何类型的镜子、滤波片或者单色
器的情况下，优于 380eV (相对于 CuKa 能量分辨率优于 5%)，此项指标在用户提出要求
是，投标商需提供国内现有用户现场验证
6.5.4 确保所有子探测器全好，具有静态扫描功能，具有点探测器功能，无需再配备闪烁
或者正比探测器
*6.5.5 提供的半导体阵列探测必须同时适合小角和广角测试，小角最小从 0.3 度开始
6.6 提供仪器控制和数据采集系统
6.7 提供仪器控制和数据采集软件
6.8 应用软件：要求提供以下应用分析软件
6.8.1 物相定性分析：含原始数据直接检索功能
6.8.2 无标样定量分析、结构精修软件
6.8.3 提供全套正版最新数据库
*6.9 采用内循环水冷，无需外接水冷机
*6.10 无需外接电脑
*6.11 电池原位分析附件一套，可以在实现充放电过程中的原位物相及晶体结分析
6.12 样品制备套装一套
7. 技术服务部分：
7.1 设备安装、调试和验收
7.1.1 仪器到达最终用户现场后，在接到用户通知一周内，卖方安排有经验的工程技术人

员到用户现场安装、调试， 按验收指标逐项测试直到达到验收要求。
7.1.2 技术培训： （1）仪器到货前的培训，培训地点：北京展示实验室。培训免费，差
旅费用户自理。 （2）仪器安装时的用户现场培训。
7.2 维修响应时间：卖方应在 2 小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，
保证在 2~4 个工作日内到达用户现场。
7.3 保修期：一年。
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